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				半导体·器件
	产品信息


		

	

	
		
			通过创新和不断发展的半导体・器件，为实现“绿色转型（GX）”和“数字化转型（DX）”做出贡献，包括实现电力电子设备的节能化、小型化、高可靠性等的“功率器件”，实现高速、大容量无缝通信的“光器件”和“高频器件”，以及通过先进温度检测识别人和物体并掌握人的动作的“红外传感器”等。
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					功率器件

				
				通过包括“SiC”在内的创新功率器件，可实现突破性的高效电机控制和功率转换，为实现碳中和做出贡献

				SiC功率器件

				
					全SiC超小型DIPIPM
					SiC-IPM
					全SiC功率模块
					混合SiC功率模块
					HV SiC功率模块
				

				
					IPM/DIPIPM
					功率模块
					驱动IC
					大电力功率器件
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							光器件

						
						通过安装于大型数据中心，FTTH和5G基站等的各种通信设备，实现高速、大容量的光纤通信

							光纤通信用光器件
	
									产品详情页面
	产品阵容


							
	投影仪用激光二极管
	
									产品详情页面
	产品阵容
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							高频器件

						
						为5G基站、卫星通信系统地球站（SATCOM）和商用无线设备等无线通信设备的高可靠性、小型化和节能做出贡献

							GaN高频器件
	
									产品详情页面
	产品阵容


							
	GaAs高频器件
	
									产品详情页面
	产品阵容


							
	高频硅器件
	
									产品详情页面
	产品阵容
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							红外传感器

						
						通过提高像素和温度分辨率，在保护隐私的同时，即使在黑暗中也能详细检测人的姿势和动作

							红外传感器
	
									产品详情页面
	产品阵容


							


					

				

			

		

	




	

	




















